
TGF-RUS-SI-A1 ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfähiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich 
sehr gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektroni-
scher Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Füllung des 
Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit. Durch seine 
außerordentliche Weichheit und Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt 
schon bei sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand 
minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren. Durch 
ein PI-Filmlaminat kann das Material mechanisch verstärkt werden.

LIEFERFORMEN
  Matte 200 x 400 mm
  Einseitig haftend 

 (TGF-RUSXXXX-SI-A1)
  Mit PI-Filmlaminat  

 (TGF-RUSXXXX-SI-LPI)
  Als lose Einzelteile
  Als Kiss Cut Formteile  
auf Bogen

EIGENSCHAFTEN
  Außerordentlich weich und  

 formanpassungsfähig
  Minimierte volatile Siloxane (LV) ≤ 70 ppm
  Wärmeleitfähigkeit: 3,0 W/mK
  Wirkung bei sehr niedrigem Druck
  Extrem alterungs-/chemisch beständig
  Vibrationsdämpfend
  Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
  Einseitig haftend

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B. 

  SMD Bauteilen
  Through-hole Vias
  RDRAM Speicherbausteine
  Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs

z.B. in Automotiveanwendungen / Note-
books / Medizintechnik / Embedded-
Boards / Grafikkarten / Speichermodule 
/ LED-Licht / LCD und Plasma TV

Prüfmethode in Anlehnung an: ¹ ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen. 
Standarddicken: 1,0 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm

SILIKON GAP-FILLER PAD TGF-RUS-SI-A1 
sehr weich, elastisch, geringe Dichte, minimierte volatile Siloxane (LV)

mm vs. N/cm² (PSI) / Rth vs. N/cm² (PSI) 

EIGENSCHAFT EINHEIT TGF-RUS1000-SI-A1 TGF-RUS2000-SI-A1 TGF-RUS3000-SI-A1

MATERIAL Silikon mit  
Keramikfüllung

Silikon mit  
Keramikfüllung

Silikon mit  
Keramikfüllung

Farbe Hellblau Hellblau Hellblau

Dicke mm 1,0 + 0,20 
– 0,10 2,0 ± 0,20 3,0 ± 0,30

Dichte g/cm³ 2,2 2,2 2,2

Härte Shore 00 40 40 40

Entflammbarkeit (Äquivalent) UL 94 V0 V0 V0

RoHS Konformität 2015 / 863 / EU Ja Ja Ja

THERMISCH 

Widerstand1 @ 400 kPa @ Dicke °C-inch²/W (mm) 0,34 (0,54) 0,48 (0,87) 0,60 (1,21)

Widerstand1 @ 200 kPa @ Dicke °C-inch²/W (mm) 0,44 (0,74) 0,59 (1,13) 0,76 (1,59)

Widerstand1 @ 70 kPa @ Dicke °C-inch²/W (mm) 0,56 (0,92) 0,80 (1,64) 1,08 (2,37)

Thermische Leitfähigkeit1 W/mK 3,0 3,0 3,0

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 150 - 50 bis + 150 - 50 bis + 150

ELEKTRISCH

Durchschlagsfestigkeit kV / mm ≥10,0 ≥10,0 ≥10,0

Durchgangswiderstand Ohm - cm 1,0 x 1010 1,0 x 1010 1,0 x 1010
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GAP-FILLER

U
ns

er
e 

te
ch

ni
sc

he
n 

An
ga

be
n 

un
d 

D
at

en
 e

rf
ol

ge
n 

na
ch

 b
es

te
m

 W
is

se
n 

en
ts

pr
ec

he
nd

 d
em

 a
kt

ue
lle

n 
St

an
d 

de
r 

Te
ch

ni
k 

un
d 

st
el

le
n 

le
di

gl
ic

h 
un

ve
rb

in
dl

ic
he

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
in

 B
ez

ug
 a

uf
 d

ie
 P

ro
du

kt
ei

gn
un

g 
in

 e
in

er
 A

pp
lik

at
io

n 
so

w
ie

 e
tw

ai
ge

 S
ch

ut
zr

ec
ht

e 
D

ri
tt

er
 d

ar
. S

ie
 b

ef
re

ie
n 

ni
ch

t v
on

 d
er

 D
ur

ch
fü

hr
un

g 
ei

ge
ne

r 
Pr

üf
un

ge
n.

 V
er

w
en

du
ng

 u
nd

 V
er

ar
be

itu
ng

 d
er

 P
ro

du
kt

e 
lie

ge
n 

au
ße

rh
al

b 
un

se
re

r 
Ko

nt
ro

lle
 u

nd
 s

in
d 

im
 V

er
an

tw
or

tu
ng

sb
er

ei
ch

 d
es

 A
nw

en
de

rs
. Ä

nd
er

un
ge

n 
de

r 
An

ga
be

n 
bl

ei
be

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

HALA Contec GmbH & Co. KG / Hans-Böckler-Straße 15 / D-73230 Kirchheim u. T. / Fon +49 7021 73141-0 / Fax +49 7021 73141-99 / contec@hala-tec.de / www.hala-tec.de
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